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内容概要

　　《集成电路芯片制造工艺技术》主要讲述集成电路芯片制造工艺技术，主要有13章，内容包括集
成电路芯片制造工艺概述、氧化技术、扩散技术、光刻技术、刻蚀、离子注入、化学气相淀积、金属
化、表面钝化、电学隔离技术、集成电路制造工艺流程、缺陷控制、真空与设备等内容。
附录一中还介绍了硅材料基础知识和硅材料的制备，附录二给出了Fab厂常用术语的中英文对照。
　　《集成电路芯片制造工艺技术》力求在技术体系合理完整的基础上，使内容由浅人深，从制造技
术的原理出发，紧密地联系生产实际，方便读者理解这些原本复杂的工艺和流程。
《集成电路芯片制造工艺技术》可作为高职高专院校微电子技术及相关专业的教学用书，也可作为工
程技术人员的参考用书。
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编辑推荐

　　进入21世纪，随着人类对集成电路的深入认识和广泛应用，不仅带来了世界经济与技术的飞速发
展，而且也带来了整个社会的深刻变革，它日益改变着人们的生活方式和交流方式，使人类进入了一
个新的信息化文明时代。
大到飞入太空的“宇宙飞船”，小到我们身边的电子手表，里面都有集成电路。
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